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Bei Ringen mit groen Durchmessern, z. B.
Gleitringen, wird meist das Verhaltnis des
Durchmessers zur Breite der Laufflache fiir
eine genaue Ebenheitspriifung sehr
ungiinstig. Anhand der Lichtbénder unter
dem Planglas ist insbesondere ein
Erkennen und Quantifizieren von
Welligkeiten auf den diinnen Ringen sehr
schwierig, oft sogar unmdglich. Selbst der
Einsatz eines Interferometers mit groBem

Auflegen des Teils auf den Kreuztisch

Ebenheitsmessung an
groBen Ringen und Flachen

Messfeld und einer Interferogramm-
auswertung ist haufig problematisch. Die
begrenzte Ortsauflosung der Kamera
erlaubt nur wenige Messpunkte (iber die
Ringbreite, sodass kleinere Fehler nicht
mehr zu erkennen sind.

Als Losung dieses Problems bietet sich die

Messung von aufeinander folgenden
Teilbereichen mit einem Drehtisch bei

Ringen und einem Kreuztisch bei Flachen
an. Aus den Einzelmessungen wird die
Gesamtflache rechnerisch zusammen
geflgt.

Die Messung mit hoher Ortsauflésung
erlaubt ein Erkennen auch feiner
Strukturen.

Das Verfahren zeichnet sich durch hohe
Wirtschaftlichkeit bei kurzen Messzeiten
aus.
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Zusammengesetztes Interferogramm
nach Messung

Ebenheit als Falschfarbenbild



Die TOPOS Interferometer arbeiten vollig
beriihrungslos. Dies ist die Voraussetzung
fiir eine Messung mit einem Dreh- oder
Kreuztisch. Eine Begrenzung der
messbaren TeilegroBe auf das Messfeld
das Interferometers besteht nicht mehr.

Bei der Messung von groBen Ringen
werden Ringsegmente mit einer
Uberlappung gemessen. Diese werden
dann rechnerisch zum Gesamtring
zusammengesetzt. Die Drehung unter dem
Messfeld des TOPOS 100 erfolgt durch

Ausfithrungen Messfeld

einen Prazisionsdrehtisch. Dabei konnen
Ringe mit einer maximalen Ringbreite von
80 mm und einem AuBendurchmesser von
bis zu 420 mm gemessen werden.

Bei groBeren Ringbreiten und groBen
Flachen wird mit einem Kreuztisch
gemessen. Der Priifling wird unter dem
Messfeld verschoben, so dass jeder Bereich
des Teils mit einer Uberlappung gemessen
wird. Die Bereiche werden ebenfalls
rechnerisch zur Gesamtflache
zusammengesetzt.

Bei beiden Verfahren lauft der gesamte
Messablauf vollautomatisch ab. Dabei
ergibt sich die Anzahl der Einzelmessungen
aus der GroBe des Teils. Der Bediener sieht
nach der Messung aller Teilbereiche die
Ebenheit des gesamten Teils wie bei einer
Einzelmessung.

TOPOS 100 Interferometer konnen mit
einem Dreh- oder Kreuztisch nachgeriistet
werden, wenn sich das Teilespektrum hin
zu groBeren Teilen erweitert hat.

TOPOS 200 KT

Messung von Flachen mit einem maximalen Durchmesser von 190 mm, quadratisch bis 170 mm

TOPOS 300 KT

Messung von Flachen mit einem maximalen Durchmesser von 290 mm, quadratisch bis 270 mm

TOPOS DT
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Messung von Ringen mit einem AuBendurchmsser bis zu 420 mm
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